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% Procedimiento para la ejecucidn de circuitos eldéctricos

impresos ".

P e

Tolicitando:  Socidtd d'Electronique et d'Automatisme, entidad francesa,

residente en:

138, Boulevard de Verdun, Courbevoie, Seine, Francia.

In presente invencidn se refiere a la ejecucién
de circuitos elécfricos de 1& clase denominada "impresog",
en log que los conductores planos y delgados estén for-
mados sobre unc y/u otra de las superficies de un sopor=

5 te gislante por un procedimiento que permite reproducir,
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de soporte en soporte un mismo dibujo de estos conduc-
toreg.

Es el objeto del presente invento, establecer
un procedimiento de fabricacidn industrial de los cir-
cultos de esta clase que les asegure una produccidn eco-
némica, pero de elevada calidad, ya sean los soporbtes ais-
lantes planos o no, o sea cilindricos, sin presentar di-
ficultades particulares g este respedto.

BEste procedimiento se cgracteriza esenciglmen=-
te porque se prevé modelar un soporte aislante segin un
relieve cuyas depresiones corresponden al dibujo deseado

de los conductores de circuito a obtener, metalizar des-

puds superficislmente el soporte asi modelado por un depé-“if"

gito de metal que recubra la totalidad de su superficile
y luego retirar la citada metalizacidn sobre las partes
en rellieve. De un modo complementario, y cuando sea ne-
cesario, el procedimiento puedé comprender después ung,

fase do espesamiento de la metalizacién que quede en las

depresiones de relieve hasta obtener el espesor deseado
para los conductores del circulto.

Ouando el circuito es de doble superficie y
debe comprender conexiones entre conductores de dos su-
perficies, el modelado del soporte ge aplica a las dos
superficies y ademss los agujeros o cortes de los bordes
en los emplazemientos de las referidas conexlones proce-
dentes de dicho moldeo; la metalizacién cubre entonces
tambidn estos cortes y agujeros, el espesor ulterior,
éuando ha, se ha efectusdo concierne igualmente a los con- ‘

ductores y a estas interconexiones.

Para exponer la ejecucidn del invento, asi como
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las diversas caracteristicas complementsriss que vienen
a reforzar log efsctos de la caracteristics antes cita-
da, se van a considerar las etapss sucesivas del proce-
dimiento.

Te primera fage operstoria consiste en ejecutar
un soporte modelado pars reproducir en hueco, sobre una
de sus superficies por lo menos, el dibujo del circulto
conductor g colocar en él. Son factibles diversas modali-
dades de este modelado, que entran dentro del area de la
presente invencidn. Puede tomarse evidentemente una pie-
zg dieléctrica de superficie lisa como meterial de parti~
de y fijar en ella ls fabricacién o trabajo segin el di-
bjo deseado. Bl termino trabajo debe comprendexr igugl~
mente el referirse g las operaciones mecanicas que resul-
tan en un gplestamiento o una retirada de material con un
dtil como g las operaciones guimicas de ataque en empla-
zamientos locslizados por cublertas o pantallas apropia-
das, o sean gtaques fotoquimicos sobre materiales especia~-

les, tales como clertos vidrios sensibilizados del comer—

cio. Para soportes de materigl pldstico es conveniente el

embutido porque permite simultaneanmente a la obtencidn de

relieve gobre ung supsrficie por lo menos, reglizar los
cortes y taladros necesarios cusndo el clrcuito debg ser
de doble superficie. Wste modo operatorio permlite pues
evitar operacionss especiales de trabajado pare tales ta-
lgdrog o perforaciones o tales cortes de bordes laterag-
les a fin de efectuar conexiones de superficles de se-
paracidn en el cireuito final. Tambidn se puede obtener
un modelado en relieve mediante aportescidn de materis ,

es declr partiendo de un soporte con superficie lisa,
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o una pantella de seda cortada segun el dibujo de las par—;
tes conductoras a realizar, siendo entonces el relieve

en "negativo® de este dibujo.

Sin embargo, con objeto de poder completamente
dar al soporte el espesor minimo deseado y hagta en cler-
tos casom, poder cargar el dieldetrico de particulas msg—
néticas pars circuitos impresos especiales tales como
ciertos devanados de motores por ejemplo, pero no de un
modo 1imitativo, resulte preferible proceder simultdnea-—

mente a la formacidn del soporte y a su modelado en relie-

ve (comprendidos perforaciones y/o cortes de bordes cuando o

sean necesarios). Bl material de partida se toma enton-
ces no estobilizado: por ejemplo, se puede partir de un
molde de ung regina artificisl termo-endurecible o termo~
polimerizable, solamente gelificada en esta resina sola
o en fibras impregnadas de tal resing, poner en forma
este material en el modelado requerido y garantizar,
también de prefersncia en el curso de la operacién de
moldeo, la tomg final del material por aplicacidn de ca-
lore. En lugar de resina gelificada, se puede partir de
un materigl vitrificado, ceramico o refractario o tamf
bidn megndtico y aislante a la vez, (ferritas duras) ¥y

garentizar el modelado deseado en los moldes mismos que

garantizan la produceidn de conglomerados de tales pPol~
vos. HEntre tembidn en el drea de esta primera fase de
fabricacidn, partir de cerdmica cruda y cocerla ulte-
fiormente después de preformado el relieve. Asi pues,
ests primers fase puede efectusrse por cualguier método

de modelado de un soporte alslante después o en el curso
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de lg ejecucidn misma de dicho soporte.

In segunda fase comprende la metalizacidn
superficial del soporte asi modelado; debe sobrenten-
derse que estd adaptado a la natursleza misma del ma—
terigl del referido soporte. Im metalizacidn puede
efectuarse por via quimica, pero la mayor parte de
los soportes no son directamente aptos para una adhe-
rencia fntima de la metalizacidn y entonces habra que
recurrir g un método en si conocido y que comprende
las tres fases denominadas " de gensibilizacidn®, "de
germingcidén” y de "depdsito quimico". Para la sensi-
bilizacibén, se asperiza ligeramente la superficie a
metalizar, mediante enarensdo mimedo, por ejemplo, y
despuds de limpiado, se templa el soporte en una solu=
cién al 10% de cloruro estafioso durante algunos minutos,
Iluego se aclara el soporte sensibilizado; pars la ger—
minacidn, se sumerge durante glgunos minutos el sopor-
te sensibilizado en una solucidn dcida de clorurc de
paladio, luego se aclara. Entonoes se puede proceder
s la metalizacién por via puramente quimica, para un
cobresdo, que es el caso mas frecuente, se sumerge el
soporte en una solucidn alcaline de sulfato de cobre
conteniendo sal de Seignette y formaldehido. Despuéds
de aclarsdo, el soporte metalizado estd dispuesto pa-
ra la fase operatoris siguiente. El método de metaliza-
cidn antes descrito, se halla por ejemplo, expuesto en
ol 1libro "Traité de Galvenoplastie" de J. SATAUZE, pa~
oinas 601-602, editado en la casg Dunod en Paris en
1948; estas piginas se refieren a trabajos anteriores
de BRENNER y BRIDDIE que datam de 1946,

Bete procedimiento conduce, sin embargo, a



W

5.

10.

15,

20,

25.

30.

capas metdlicas en general demasiado delgadas que en
la mayoria de los casos resulta necesario espesarlas
ulteriormente. Por el contrario puede también emplear-
se otro método que, por regla general, permitira no
recurrir s dicho espesor. En este otro método, des-
pués de une limpieza no imperativa del soporte en re~
lieve, se proyecta un metal en fase liguida finamente
dividido. Una operacidn de proyeccion de esta clase

se conoce bajo la denominacién de "schoopage". Ia
proyeccidn se efectia de preferencia en dos tiempos:
en el primero, se proyecta por "schoopage" un metal

de adherencia o enganche, cinc o estafio, por ejemplo,
luego despuds que se ha formado esta capa de enganche
muy fins, se ls cubre, siempre medlante "schoopage"
con el material conductor del circuito, por regla
generasl cobre. HBeta segunda proyeccidn puede efectuarse
para solo tener un espesor reducido, g los fines de un
espesanmiento ulterior a un valor bien definido; pero
como el "schoopage" da una sdherencia muy fuerte & la
metalizacidn sobre el gislante, se puede por el con~
trario continusr la proyeccidn del cobre hasta el es-
pesor deseado de los conductores en el circuito final.
Debe hacerse observar que el "schoopage" deposita el
metal tanto en Qnoa asgujeros o cortes como sobre la
superficle o superficies del soporte o como en el depd-
sito quimico antes indicado.

Para retirar la metslizacidn de las crestas

del relieve se puede proceder mediante aponmgzado o cugl—

quier otro procedimiento de abrasidén con lo que se ob-

tiene un relieve cuyas crestas y surcos reproducen, en
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alslante desnudo, el negativo del dibuj&ggel circuito y
cuyas depresiones metalizédas (que afbran el relieve
aislante cuando el depdsito se ha efectuado de este
-modo) reproduce el dibujo mismo del circuito.
50 81 se trata después de la fase complementaria
de espesamiento de la citads metalizacidn, cada vez
que sea necesario, se puede proceder en ella por via
electrolitica. Bl espesamiento se prosigue de prefe-
rencia hasta el afloramiento del metal y del alslante
10. desnudo. Puede proseguirse haste més alld, si el cir-
cuito debe soportar corrientes mas fuertes. Ias partes
conductoras formaran entonces saliente frente a las
superficies desnudas delrelieve aislante. Las anchuras
de las partes desnudas ﬁan sido en este cgso, pre-esta-
15. blecidas pars exceder las anchuras finglmente deseadas
en el circuito de una cantidad proporcionsl al szobress—
pesor del depdsito metslico mas allé del plano del
aislante puesto que, como eg bien sabido, no se puede
evitar para tales espesores que log bordes superiores
20, de las partes metdlices se aproximen a medide que vé
gunmentando este sobreespesor en el aumento electroli-
tico. 81 se desea reforzar la adherencias del depdsito
met4lico en la cohesidn mecédnica del conjunto, se puede
interrumpir el depdsito electrolitico una vez uneste
25, depdsite glcanza cierto saliente en relacidn con el als-
lante de bage del soporte, introducir magtic adhesivo
en los intervalos entre conductores y luego volver a
tomar el depdsito electrolitico hasta su espesor final.
Por otra parte, puede también depositarse mastic ais-

30, lante adhesivo con la espatula o de otro cualquier modo
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aproplado, entre log conductores para garantizar la pla-
neides complets de 1ls superficie, lo cual resulta muy
convenlente pars circuitos intercalados o circuitoé en
los cuales parte de ellos, por lo menos, consiste en

unos bloques de contgcto espaciados destinados a cooperar
con unos frotgdores o escobillas. Sin embargo, cuando

parte del circuito por lo menos comprendsg unos conduc-

tores de separaciones reducidas, destinados a cooperar

con unos frotadores o escobillas, esto deja de resultar
interesante y es conveniente, por el contrario, dejar
unas depresilones como intervalos entre estos conductores
g fin de evitar ung posibilided de tostacidn del ais-
lante por arcos eventusles en log frotadores y escobi-
1las.

Puede resultar conveniente en clertos circuitos -
impresos, tener conductores de egpesores diversos. Pars |
realizar esta condlcidn se establece, en la primers fa-
se del procedimiento el modelado en relieve del soporte
con unas profundidades de depresiones correspondientes.
Despuéds de metallzacidn del soporte, el espesor de los
conductores es uniforme. Se procede entonces a un espe-—
semiento selectivo con ayuda de cublertas que recubren
losg conductores que se hallan én las depresiones menos
profundas ¥y esto'progresivamente hasta que lag super=-
ficies de los conductores estan al mismo nivel en el cir-
cuito completos

Bl trabajado del material conductor por via
ﬁeoénica para poner desnudo el aislante puede tropezar
con ciertas dificultades practicas, particulsrmente cuando

gse depee obtener espaclos uniformes y estrechos entre los
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conductores. Para evitar tales dificultades, el invento
establece como variante parcial de ejecucidn, poner en
todog los casos, los conductores a su espesor final en
1a metalizaclidn misma del sislante modelado y antes de
poner al desnudo las crestas y surcos en saliente de di-
cho aislante, y luego proceder a esta puesta en desnudo
10 ya por via mecdnica sino por ataque quimico o slectro-
quimico de las partes, orestas y surcos en saliente en
la metalizacidn; se procede al recubrimiento de la su~
perficie conductora mediante un impreghado de un pro-
ducto resistente a tal ataque y mediante un apomazado
simple puesto gque no se gpoya mas que sobre un impreg-
nado en forms de pelfcula sin consistencia metdlica
propia, se ponen gl desnudo las crestas y zonas en sa=-
liente del material conductor; después de esto se efec-
tia el ataque quimico o dlectroquimico de la metaliza-
cidn en dichos emplazamientos hasta que queda al des-
nudo del sislente subyacente. Ia metalizaclidén puede in-
tensificarse hasta el afloramiento entre la metalizacién

y el gislante para log conductores finalmente obtenidos,

0 hacerse mas intensa aun para que estos conductores

ge hallen Tinglmente en saliente con relacidn a las
partes desnudas del aislante.

En cuanto queda expuesto anteriormente, se
comprenderd facilmente que 10s agujeros y cortes de
los bordes a metalizar pasrs las interconexiones en los
circuitos doble-superficie se han metallzado similte-
nesmente con la metglizacidn de las superficies; esta
es una ventaja importante sobre los procedimientos an-

teriores en los que estas interconexiones se efectuaban
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independientemente de 1ls ejécuéléﬂidg .f del cir-
cuito. Bn casl todos los casos de aplicacidn del in-
vento, ademss los cortes ¥y perforaciones se efectuan
también durante el modelado en relieve del aislante
sin trabajo separado.

Todo circulito impreso obtenido segin lo an-
teriormente expuesato puede despuéa "termingrse" por
cualesquiera operaclones usuales: limpleza de la su-
perficie de los conductores, por apomazado ligero,
por ejemplo, cuando sea necesario por revestimiento
de los conductores con un depdsito de proteccidn con=
tre la corrosién.

Pueden introducirse modificaciones de de-
talle de las operaclones indicadas en la descripeién
que precede sin salirse por ello del drea de la inven-

cibne
¥ o T A

Descrita suficlentemente la naturaleza del
invento ssf como la menera de realizarlo en la pric-
tica,debe hacerse constar que las disposiclones ante-
riormente indicades son susceptibles de modificecio=
nes de detalle en cuanto no alteren su principio fun=-
damentale También se hace constar que el invento se
refiere a tres sollcitudes de patente presentadas en
Prancia con fechas 23 de octubre de 1961, 10 de abril
de 1962, y 25 de septiembre de 1962, nimeros respsc-
+tivos PV. 876,694, FV,893.,879, PV.910,329, acogiendose
por lo tanto a los beneficlos que conceden los Conve-
nios Internacionales en vigor, y siendo lo que cons-

tituye la esencila del referido invento y por lo que se
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solicita patente de invencidén por 20 afios en Espafia!
" PROCEDIMI®NTO PARA TA EJRCUCION DE CIRCUITOS ELEC-
TRICOS IMPRESOS"; caracterizandose por lo siguiente:

1l8,- Procedimiento para.la ejecuclidn de
circuitos impraeos, caracterizado porgue comprende las
fases de modelado de un goporte gislante con un re-
lieve cuyas depresiones reproducen las configuraciones
de conductores a obtener de metalizacidn de este so-
porte aislante modelado y de retirada de la netaliza~-
cidn de las crestas del relieve pars separar los con~
ductores del circuito.

28,- Procedimiento, segin la reivindicacién .
18, cgracterizado porque la fase de metalizacidn com~
prende un primer depdsito de un revestimiento metdlkco
delgado sobre el alslante del soporte y, posteriormente,
un espesamientc de este primer revestimiento delgado
hesta aflorar por lo menos las crestas del relleve del
aislante.

38,~ Procedimiento, segin la reivindicaciédn
28, caracterizado porque el espesamiento de lg metall-
zaciln se realiza antes de retirar la metalizacién de
las crestas del relleve del aislante.

48, Procedimiento, segin la reivindicacidn
22, caracterizado porqﬁe el cgpegamicento de la metall-
zgcién se efectuia despuds de haberse retirado el reves=

timiento delgado inicial sobre las ‘'crestas del relle-

.ve del aislante,

58,- Procedimiento, segin la reivindicacidn
28, caracterizado porque el primer depdsito del re-

vestimiento delgado se efectia por via quimica y el re
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ferido espesamiento se realiza por via electrolitica.

62,~ Procedimiento, segin la reivindicacién
28, caracterizado porque el prime r depdsito del re-
vestimiento delgado se efectia por proyeccidn de una
capa delgada de un primer metal en fase lfquida fina-
mente dividida, de gran adherencia sobre el aislante
del soporte y el espesamiento ge efectia por otra pro-
yeccidn de un metal finsmente dividido en fase liqui-
da, que constituye los conductores propiamente dichos
del circuito,

78.- Procedimiento, segin la reivindicacién
68, caracterizado porqué se efectia todavia otro espe-
semiento por via electrolitica sobre el segundo metal
proyectado.

848,~ Procedimiento, segin la reivindicacién
12, caracterizado porque el modelado del goporte ais-
lante congiste en trabajar un soporte préviamente eg-
tablecido oon una superficie lisa.

98, - Procedimiento, segiun la reivindicacidn
88, caracterizado porque este trabajado se efectua
por via mecanica.

108, - Procedimiento, segin la reivindicacién
8e, caracterizado porque este trabajado se efectia

por ataque quimico.

118, ~ Procedimiento, segin ls reivindicacidn
88, caracterizado porque este trabajado se efectia
por vig fotoquimica de ataque del aislante,

128, ~Procedimiento, segin la reivindicacién
18, caracterizado porque el modeladc del soporte ais-

lante congiste en revegtir unas partes de un soporte
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alslante previemente establecido con una superficie

liga por un material aislante adhesivo a travds de

ung cublerta.
138,~- Procedimiento, segin la réivindicacidn

18, caracterizado porque el modelado del soporte ais-

lante congiste en dar forma a este soporte por mol-

deado de un material bruto.

148,- Procedimiento, seguin la reivindicacidn
128, caracterizado porqueeste material bruto comprende
una resina solamente gelificada que se endurece en un
molde}?%rmacién bajo presidn y mediante aplicacién de
calor, ‘

158, - Procedimiento, segin la reivindicacién
148, caracterizado porque la expresada resina esta
cargada de fibras alslantes en dicho molde,

168, - Procedimiento, segin la reivindicacidn
138, caracterizado porque este material bruto es un
polvo vitrificado moldeado con un aglutinante adhesivo
bajo presidn y/o calor. |

178, - Procedimiento, segin la reivindicacién
138, caracterizado porque el moldeado se efectua
gsobre uns cersmica crude que se cuece después POT SO~
lidificacidn final.

188,- Procedimiento, segin la reivindicacién
138, caracterizado porque el material bruto alslante
ve cargado de partfculss magndticas.

198, ~ Procedimiento, segin la reivindicacidn
18, caracterizado porque el modelado del soporte als-
lante comprende ademds del relieve de las dos super—

ficies del aislante, el practicar unas muescas en los
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bordes lgterales y establecer unog agujeros a traves
del aislante para la ejecucidn, despuds automdtica
por metalizacidn, de las conexiones intersuperficies
g efectusr entre conductores de carss opuestas del
cirouito.

208,~ Procedimiento, segin la reivindicacién
18, caracterizado porque el modelado del goporte als-
lante se establece con varias profundidades de depre-—
giones en su relieve, tenisndo lg metalizacidn tantas
fages de llenado progresivo de estas depresiones hasta
por lo menos, poner a nivel la superficie completa
de los conductores del circuito. |

218,- Procedimiento, segin la reivindicacidn
ls, caracterizado porque la retirada de la metaliza-
cidn sobre las crestas del relieve alslante se efectia
por asbrasidn,

228,~ Procedimiento, segin la reivindicaciédn
18, caracterizgdo porque el levantamiento de la meta-
lizacidn sobre las crestas del relieve aislante se
efectia por ataque quimico o electroquimico en estos
emplazamientos;_

232,- Procedimiento, segin la reivindicacidn
228, caracterizado porque para efectuar dicho ataque,
la metalizacidn se cubre con una capa delgada de un
material registente al gtaque se retira éste recu~

brimiento de las crestas por abrasidn y el ataque se

efectua hasta que se dejan al descublerto las crestas

del relieve ailglante en dichog emplazamientos,
248,~ Procedimiento pars la ejecucidén de cir-

cuitos eléctricos impresos; tal y como queda sustencial-



mente descrito en la presente memoria.

Beta memori

s maquing por una sol
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